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폴리머 변형을 활용한 
미세패터닝 공정기술

기술분류 | 기계/소재     기술구분 | 기초원천기술

본 기술은 탄성 중합체를 이용하여 보다 미세화된 패턴을 형성할 수 있는 미세패터닝 가공에 관련된 

기술임.

- 기존 나노선폭 제작공정 기술은 고가의 장비를 활용해야하며, 수율이 낮았으나, 신축성을 가지는 저가의 

폴리머소재를 활용하여 선폭을 미세화하는 대량생산 기술임.

•

기술개요

기존기술 한계 개발기술 특성

반도체 공정 중 미세패터닝을 위한 기존공정 : 

극자외선(EUV), 심자외선(DUV) 등의 

노광공정, 나노임프린트리소그래피, 전자빔 

리소그래피, FIB 식각 등 존재

상기의 기술들은 고가의 장비이며 제작 수율이 

낮음.

저가의 폴리머를 활용하여 웨이퍼 레벨에서 나노

패턴이 가능한 제작공정 제안

탄성중합체(폴리머)를 활용한 저가의 공정방법  

웨이퍼 레벨에서의 제작 가능

추가적인 마스크 제작없이 탄성중합체의 신장률 

조절을 통해 패턴의 크기를 제어

기술의 
특징 및 장점

주요도면/사진

No. 특허명 출원일자 출원번호 등록번호

1
미세 패턴을 구비하는 마스크를 형성하는 방법, 

이에 의해 형성된 마스크에 의해 패터닝된 기판 및 

이를 구현하기 위한 장치
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지식재산권
현황

자동차 산업, VR 기술, IoT 기기, 웨어러블 디바이스 등의 발달과 함께 이에 해당하는 다양한 MEMS 

소자들의 수요가 증가하고 있음.

연평균성장률 17% 예상(~2023년)
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 TRL 4 : 구성품/Breadboard에 대한 실험실 수준의 성능 입증 단계

기술완성도

기술이전 문의      김형훈 수석행정원 / 박헌수 사무원 / 송세헌 행정원  |  tlo@kitech.re.kr

연구자정보      서남본부 심재삼 수석연구원(보)  | sjswkd3@kitech.re.kr

기술적용 제품 

및 활용분야

반도체 제작공정

MEMS 소자

반도체 센서

웨어러블 소자
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출처 : Yole Development

 <폴리머 인장압축 통한 패턴 미세화공정 방법>

<TRT를 활용한 패턴 전사공정><인장 지그>
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